
  
 
 

 

 
 
 

Toshiba stellt Embedded-NAND-Flash-Module 
mit höchster Speicherdichte vor 

 
e•MMCTM-konforme Embedded-Speicher enthalten in einem Gehäuse  

bis zu 64 GByte NAND-Flash und einen Controller 
 
Düsseldorf, 15. Dezember 2009 – Toshiba kündigt ein 64-GByte-Embedded-NAND-Flash-
Speichermodul an, das derzeit die branchenweit höchste Speicherdichte aufweist. Der 
Baustein ist das Top-Produkt einer neuen Serie von sechs Embedded-NAND-Flash-Modulen, 
die voll konform zum neuesten e•MMCTM-Standard sind und für den Einsatz in einer Vielzahl 
von digitalen Consumer-Produkten wie Smartphones, Netbooks und Videokameras gedacht 
ist. Muster der 64-GByte-Module sind ab sofort erhältlich; die Volumenfertigung beginnt im 
ersten Quartal 2010. 

Die 64-GByte-Embedded-Module vereinen 16 NAND-Flash-ICs mit je 32 Gbit 
Speicherkapaziät (äquivalent zu je 4 GByte). Sie werden in Toshibas 32-nm-
Prozesstechnologie gefertigt und enthalten auch einen entsprechenden Controller. Toshiba 
ist der erste Halbleiterhersteller, der die Kombination aus sechzehn 32-GBit-NAND-ICs in 
flacher Ausführung und Stapeltechnik anbietet und somit einzelne Chips realisiert, die nur 30 
mm dick sind. Die volle Konformität zum JEDEC/MMCA-Standard (v4.4) für Embedded-
MultiMediaCards unterstützt Standardschnittstellen und die einfache Integration in Produkte. 
Dies verringert den Entwicklungsaufwand bei den Endgeräteherstellern.  



  
 
 

Toshiba bietet ein umfangreiches Angebot an Embedded-NAND-Flash-Speichern in einem 
Chipgehäuse. Die Speicherkapazität reicht dabei von 2 bis 64 GByte. Allen Bausteinen 
gemeinsam ist ein Controller, der die grundlegenden NAND-Funktionen steuert, sowie die 
Konformität zum neuesten e•MMCTM-Standard und seinen Leistungsmerkmalen wie der 
Festlegung mehrerer Speicherbereiche und fortschrittliche Sicherheitsmerkmale. 

Die Nachfrage nach Embedded-Speicher mit Controller-Funktion steigt immer weiter, da sich 
damit der Entwicklungsaufwand verringert und die Integration in das Systemdesign 
vereinfacht. Toshiba sieht sich als Wegbereiter auf diesem Gebiet. Als erster Anbieter stellte 
das Unternehmen einen e•MMCTM-konformen 32-GByte-Speicher vor und baut nun seine 
führende Position durch das erste 64-GByte-Modul weiter aus. 
 
Neue Produktpalette  

Product Number 
Capa

. 
Package 

Sample 
Shipment 

Mass 
Production  

Production 
Scale 

THGBM2G9DGFBAI2 64GB 169Ball FBGA 
14x18x1.4mm 

Dec. 2009 1Q, 2010 
(Jan.-Mar.) 

THGBM2G8D8FBAIB 32GB 169Ball FBGA 
12x16x1.4mm 

Feb. 2010 2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

THGBM2G7D4FBAI9 16GB 169Ball FBGA 
12x16x1.2mm 

Jan. 2010 1Q, 2010 
(Jan.-Mar.) 

THGBM2G6D2FBAI9 8GB 169Ball FBGA 
12x16x1.2mm 

Mar. 2010 
 

2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

THGBM2G5D1FBAI9 4GB 169Ball FBGA 
12x16x1.2mm 

Apr. 2010 2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

THGBM2G4D1FBAI8 2GB 153Ball FBGA 
11.5x13x1.2m

m 

2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

3Q, 2010 
(Jul.-Sep.) 

 
 
 
 

3 million/ 
month  
(Total) 

 

Wesentliche Leistungsmerkmale  
1. Die JEDEC/MMCA-v4.4-konforme Schnittstelle übernimmt wichtige Funktionen, wie die 

Verwaltung der Speicherbeschreibung, Fehlerkorrektur und Treibersoftware. Sie 
vereinfacht die Systementwicklung, ermöglicht den Herstellern geringere 
Entwicklungskosten und beschleunigt die Markteinführung neuer oder aufgerüsteter 
Produkte. 

 
2. Das große Produktangebot umfasst Speicherkapazitäten von 2 bis 64 GByte. Die 

hochkompakten 64-GByte-Embedded-Module können bis zu 1070 Stunden Musik mit 
128 Kbit/s Bitrate; 8,3 Stunden HD-Video und 19,2 Stunden Standard-(SD-)Video 
speichern (HD und SD sind mit den durchschnittlichen Bitraten 17 bzw. 7 Mbit/s 
berechnet). 
 

3. Das 64-GByte-Modul enthält 16 stacked 32-Gbit-Chips, die im 32-nm-Prozess gefertigt 
werden. Techniken wie dünne Bausteine (Chip Thinning), Layering und eine spezielle 
Verdrahtung ermöglichen es Toshiba, einzelne Chips mit einer Dicke von nur 30 mm zu 
fertigen. Diese werden aufeinander gestapelt, miteinander verdrahtet und in einem 
Gehäuse untergebracht. Damit ergibt sich ein Embedded-NAND-Flash-Modul mit der 
branchenweit höchsten Speicherdichte. 

 



  
 
 

 
 
4. Die neuen 64-GByte-Module sind in einem kleinen verschlossenen FBGA-Gehäuse mit 

den Abmessungen 14 mm x 18 mm x 1,4 mm untergebracht. Die Anschlussbelegung ist 
konform zu JEDEC/MMCA v4.4. 

 
Technische Daten  

e•MMCTM 
Interface JEDEC/MMCA V4.4 standard HS-MMC interface 

Power Supply 
Voltage 

2.7V to 3.6V (memory core); 
1.65V to 1.95V / 2.7V to 3.6V (interface) 

Bus width x1, x4, x8 
Write Speed Target 20MB per sec. (Sequential/Interleave Mode) 

Target 9MB per sec. (Sequential/No Interleave Mode)* 
Read Speed Target 37MB per sec. (Sequential Mode/Interleave Mode) 

Target 22MB per sec. (Sequential/No Interleave Mode)* 
Temperature range -25degrees to +85degees Celsius 

Package 153Ball FBGA � +16 support balls�  
* Available only for THGBM2G5D1FBAI9 and THGBM2G4D1FBAI8. 
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Zu Toshiba  
 
Toshiba Electronics Europe (TEE) ist die europäische Niederlassung der Toshiba Corporation, einem der 
weltweit größten Halbleiterhersteller, die das Geschäft mit elektronischen Bauelementen verantwortet. TEE bietet 
eine der branchenweit umfangreichsten Produktlinien im Bereich ICs und diskrete Bauelemente, einschließlich 
Speicher, Mikrocontroller, ASICs, ASSPs und Displays für die Märkte Automotive, Multimedia, Industrie, 
Telekommunikation und Netzwerktechnik. Das Unternehmen bietet darüber hinaus auch eine Vielzahl von 
Leistungshalbleitern. TEE wurde 1973 in Neuss gegründet und stellt heute Design-, Fertigungs-, Marketing- und 
Vertriebsaktivitäten über seine Zentrale in Düsseldorf zur Verfügung. Weitere Niederlassungen finden sich in 
England, Frankreich, Italien, Schweden und Spanien. TEE beschäftigt in Europa ca. 300 Mitarbeiter. Präsident 
des Unternehmens ist Mr. Hitoshi Otsuka. 
 
Die Toshiba Corporation zählt zu den weltführenden innovativen Anbietern von Hochtechnologie, Fertigungs- und 
Vertriebsaktivitäten rund um fortschrittliche Elektronik und Elektrotechnik. Dabei werden die Märkte Informations- 
und Kommunikationstechnik; digitale Unterhaltungselektronik; Elektronikgeräte und Elektronikbauteile; 
Stromversorgungssysteme, einschließlich Atomenergie; industrielle und soziale Infrastrukturnetzwerke sowie 
Haushaltsgeräte bedient. Toshiba wurde 1875 gegründet, betreibt heute ein weltweites Netzwerk mit über 740 
Unternehmen und zählt an die 199.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz des Unternehmens beträgt über $73 Mrd. 
US-$.  
 
Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba-components.com 
 
Ansprechpartner für Veröffentlichungen: 
Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland 
Tel: +49 (0) 211 5296 0  Fax: +49 (0) 211 5296 79 197 
Web: http://www.toshiba-components.com/pressoffice/index.asp 
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Henning Rausch, Toshiba Electronics Europe 
Tel: +49 (211) 5296 117 
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